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Anmeldung
Bitte verwenden Sie für Ihre Anmeldung das nebenstehende
Anmeldeformular und senden uns dieses per Fax oder Post bis
11.1. 2008. Sie erhalten von uns eine Anmeldebestätigung mit
Rechnung sowie Hinweise zur Hotelbuchung.
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E-Mail
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Abteilung
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Die Seminargebühren in Höhe von 850,00 1 je Teilnehmer
überweisen wir nach Erhalt der Rechnung.

Ort, Datum Unterschrift, Stempel

Applikationszentrum
Smart System Integration

Der Workshop wird unterstützt von

Verwendete Acrobat Distiller 6.0.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v2.0.1" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Sie können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 6.0.x kostenlos unter www.impressed.de herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Verwenden Sie diese Einstellungen zum Erstellen von PDF-Dokumenten, um eine zuverlässige Anzeige und Ausgabe von Geschäftsdokumenten zu erzielen. Die PDF-Dokumente können mit Acrobat oder mit dem Reader 5.0 und höher geöffnet werden.
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Zusammen pro Datei
     Bund: Links
     Auflösung: 300 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Standardpapierformat:
     Breite: 294.661 Höhe: 208.347 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 100 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 150 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Hoch
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 100 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 150 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Hoch
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 900 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: ZIP
     Mit Graustufen glätten: Aus

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ /ArialUnicodeMS /CenturyGothic-Bold /ArialNarrow-BoldItalic /LucidaConsole /TimesNewRomanPSMT /Impact /CenturyGothic-Italic /TimesNewRomanPS-ItalicMT /CourierNewPS-BoldMT /Arial-BoldItalicMT /Georgia /CourierNewPS-BoldItalicMT /Arial-BoldMT /TrebuchetMS-Italic /Arial-BlackItalic /Trebuchet-BoldItalic /Verdana /TimesNewRomanMT-ExtraBold /Verdana-Bold /ArialNarrow-Bold /TimesNewRomanPS-BoldMT /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT /Tahoma /Verdana-BoldItalic /Verdana-Italic /ArialNarrow-Italic /CenturyGothic /Arial-ItalicMT /ArialNarrow /Arial-Black /CenturyGothic-BoldItalic /ArialMT /Georgia-BoldItalic /Georgia-Italic /CourierNewPSMT /TrebuchetMS-Bold /CourierNewPS-ItalicMT /TrebuchetMS /Tahoma-Bold /Georgia-Bold ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: None
     RGB Arbeitsfarbraum: None
     CMYK Arbeitsfarbraum: None
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Nein
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein

PDF/X --------------------------------------------
PDF/X-Berichterstellung und Kompatibilität:
     PDF/X-1a: Nein
     PDF/X-3: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 6010
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------
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Zum Programm

Die Anforderungen an die Baugruppe steigen. Immer mehr und immer
unterschiedlichere Funktionen müssen auf dem Board untergebracht
werden. Gleichzeitig verlangen die Anwendungen nach einer hohen
Zuverlässigkeit. Wie können Sie als Unternehmen auf diese Herausfor-
derungen antworten? 

Der Workshop „Multifunktionales Board – Technologien für zu-
künftige Baugruppen“ gibt im ersten Teil einen Überblick über aktuel-
le Trends in der Baugruppenintegration und die dazugehörigen aktuel-
len und zukünftigen Einzeltechnologien.

Der zweite Teil vermittelt einen umfassenden Einblick in die rele-
vanten Baugruppentechnologien, angefangen bei der Substrataus-
wahl über geeignete Metallisierungssysteme und Kontaktierprozesse
wie Kleben, Löten und Drahtbonden bis hin zur Verkapselung bzw.
zum Coating. Einen Schwerpunkt stellt die bleifreie Löttechnik dar,
wobei neben Problemstellungen wie Porenbildung auch neueste Er-
kenntnisse aus der Lotentwicklung diskutiert werden.

Im dritten Teil wird die Zuverlässigkeit von Baugruppen behandelt.
Welche Analyseverfahren stehen zur Qualitätssicherung zur Verfü-
gung? Welche material- und belastungsbedingten Versagensmecha-
nismen sind relevant? Und letztendlich werden Hinweise gegeben, wie
die Zuverlässigkeit in Experiment und Simulation vorherbestimmt wer-
den kann.

Wer sollte teilnehmen?

Fachleute aus Entwicklung, Fertigung, Qualitätsicherung und
Zuverlässigkeit sowie Experten aus der Automobilindustrie, der
Luft- und Raumfahrttechnik, der Medizintechnik und der In-
dustrieelektronik.

Programm

24. Januar 2008
10.30 Begrüßung und Einführung

Harald Pötter

Multifunktionales Board – 
Technologien und Komponenten
10.45 Multifunktionales Board – 

Auf dem Weg zur zukünftigen Baugruppe
Trends in der Systemintegration und Baugruppenintegration, Vorstellung aktueller 
und zukünftiger Einzeltechnologien, Ausblick auf die Veranstaltung

Prof. Dr. Wolfgang Scheel

11.30 Substrate und Komponenten – 
Verfügbarkeit und Anschlusskonfigurationen
Substratmaterialien und Komponentenbauformen, Metallisierungen und Metallisierungs-
verfahren für Substrate und Komponenten, Verfügbarkeit von Komponenten

Ralf Schmidt

Montage durch Löten
13.00 Montageprozesse für „Flip Chip“-, „Chip Size

Package“- , QFN- und SMD-Komponenten
Drucken des Lotdepots, Lotpasten und Lotpastenauswahl, Bestückung, Lötverfahren und
Prozessführung, (Herausforderung 01/005)

Tina Thomas / Karl-Friedrich Becker

13:45 Lotsysteme – Status Quo und Trends
Vorstellung Lotsysteme, bleifreie/ bleihaltige Lote, Metallurgie der Lötverbindung (Phasen-
bildung, Gefüge), Porenbildung (u.a. bei Leistungshalbleitern)

Matthias Hutter

Montage durch Kleben
15.30 Klebeprozesse für Dies

Grundlagen des Klebens, Technologie des Die-Klebens 
(Dispensen, Drucken oder Folienauftrag, Prozessregime), Qualitätssicherung

Dr.-Ing. Martin Schneider-Ramelow
16.15 Flip Chip-Klebetechnologien für das

multifunktionale Board
Verfahren, Anwendung, Zuverlässigkeit, Herausforderungen

Julian Haberland / Barbara Pahl

25. Januar 2008
Drahtbonden

8.30 Drahtbondtechnologie - 
Verfahren und Anforderungen an die Substrate
Wirkprinzipien, Substrate, Oberflächensysteme, Drahtwerkstoffe, Abläufe

Stefan Schmitz

9.30 Qualitätssicherung beim Drahtbonden
Bondkontaktgeometrien, Pull- und Schertestkriterien, 
Visuelle und mechanische Qualitätstests

Dr.-Ing. Martin Schneider-Ramelow

Verkapselung und Einbetten von 
Komponenten und Baugruppen
10.15 Verkapselung – Coating, Underfiller, Glob Top, Molding

Verkapselung auf Substratebene, SiP- und Komponentenverkapselung,  
Interfaceproblematik, Qualitätsanforderung

Karl-Friedrich Becker
11.00 Einbetttechnologien – Höchstintegration in der Leiterplatte

Einbetten aktiver und passiver Bauelemente in starre und flexible Leiterplatten      

Lars Böttcher

Integration optischer Funktionalitäten
11.30 Elektro-optisches Board

Integration von optischen Leiterbahnen in das Board, 
Ankontaktierung opt. Komponenten

Dr.-Ing. Henning Schröder

Zuverlässigkeit von Baugruppen – 
Versagensmechanismen und Analyseverfahren
13.00 Zuverlässigkeit von Baugruppen – 

Ausfallursachen und Analyseverfahren
Tests zur beschleunigten Alterung, Analytische Methoden 
für die Fehleranalysen

Dr. Klaus Halser 

13.30 Ausfallursachen und Abhilfemaßnahmen bei 
metallischen Werkstoffen
Interdiffusion (Phasen- und Porenwachstum), 
Korrosion, Temperatur- und mechanische Wechselbelastung

Dr.-Ing. Martin Schneider-Ramelow

14.00 Zuverlässigkeit und Ausfallursachen von 
polymeren Werkstoffen
Delamination, Feuchtediffusion, Degradation, Popcorning

Tanja Braun

14.45 Thermisches Management und Zuverlässigkeit in 
Experiment & Simulation
Thermisches und thermo-mechanisches Design, Materialcharakterisierung, Modellie-
rung, Lebensdauermodelle, Messtechnik und Fehleranalyse

Dr.-Ing. Bernhard Wunderle

15.30 Abschlussdiskussion
Möglichkeit zur bilateralen Diskussion mit den Vortragenden 


